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【手続補正書】
【提出日】平成27年5月20日(2015.5.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面に電子部品が搭載される配線基板であって、
　前記上面において、第１の方向に沿って配列され、前記電子部品の接続端子が接続され
る複数の第１パッドと、
　結晶軸を有し、前記複数の第１パッドの配列方向に対して前記結晶軸が傾斜した基板本
体と、
を有することを特徴とする配線基板。
【請求項２】
　前記第１パッドが形成された上面側から見て、前記基板本体の結晶軸と前記第１パッド
の配列方向とが互いに傾いて形成されてなることを特徴とする請求項１に記載の配線基板
。
【請求項３】
　前記配線基板の外形は矩形状に形成され、
　前記複数の第１パッドの配列方向は前記外形と平行であること
を特徴とする請求項１又は２に記載の配線基板。
【請求項４】
　前記基板本体はシリコン単結晶基板であることを特徴とする請求項１～３のうちの何れ
か一項に記載の配線基板。
【請求項５】
　上面に電子部品が搭載される配線基板であって、
　前記上面に形成され、前記電子部品の接続端子が接続される複数の第１パッドと、
　結晶軸を有し、前記配線基板の外形に対して前記結晶軸が傾斜した基板本体と、
を有し、
　前記複数の第１パッドは、前記配線基板の外形と平行に配列されたこと
を特徴とする配線基板。
【請求項６】
　１つの主面に複数の接続端子が形成された電子部品と、
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　上面に前記電子部品の接続端子が接続される複数の第１パッドが形成された配線基板と
、
を有し、
　前記複数の第１パッドは、前記上面において第１の方向に沿って配列され、
　前記配線基板は、結晶軸を有し、前記第１の方向に対して前記結晶軸が傾斜した基板本
体を含むこと、
を特徴とする半導体装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明の一観点によれば、上面に電子部品が搭載される配線基板であって、前記上面に
おいて、第１の方向に沿って配列され、前記電子部品の接続端子が接続される複数の第１
パッドと、結晶軸を有し、前記複数の第１パッドの配列方向に対して前記結晶軸が傾斜し
た基板本体とを有する。
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